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(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for applying semiconductor chips (5) to a plurality of carriers (4),
especially smart card modules or flexboards. According to the invention, an adhesive application device (1) is used to apply an
adhesive to pre-defined positions on the carrier (4), a fitting device (2) is used to apply the semiconductor chips (5) to the positions
on the carrier (4), and a hardening device (3) is used to harden the adhesive. The hardening device (3) and/or another device can be
connected to a conveyor belt (6) for transporting the carrier (4) along the devices, by means of a clamping device (13, 14), and can
be displaced in the transport direction at the speed of the conveyor belt (6), by means of a lifting device (15).
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Aufbringung von Halbleiterchips (5) auf
einer Mehrzahl von Trigern (4), insbesondere Smartcard-Modulen oder Flexboards, wobei an einer Klebstoffauftrageinrichtung (1)
Klebstoff an vorbestimmten Trégerpositionen auf die Tréger (4) aufgetragen, an einer Bestlickungseinrichtung (2) die Tréger (4)
an den Trigerpositionen mit den Halbleiterchips (5) bestiickt und in einer Aushérteeinrichtung (3) der Klebstoff ausgehértet wird,
wobei die Aushérteeinrichtung (3) und/oder eine weitere Einrichtung mittels einer Klemmvorrichtung (13, 14) mit einem die Tréager
(4) entlang der Einrichtungen transportierenden Transportband (6) verbindbar und mittels einer Hubvorrichtung (15) in Transport-
richtung mit einer Transportgeschwindigkeit des Transportbandes (6) verschiebbar sind/ist.



